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Одной из основных технологий электрического монтажа между кристаллом и корпусом интегральных схем является технология проводного монтажа. Несмотря на появление альтернативной технологии монтажа жесткими объемными выводами на коммутационную плату, технология проводного монтажа постоянно совершенствуется и активно применяется в производстве интегральных схем. Основным достоинством технологии проводного монтажа является низкая стоимость изготовления корпуса и электрического монтажа.

В маршруте проектирования интегральных схем на этапе корпусирования проводится минимизация стоимости изготовления микросхем и последующего поверхностного монтажа на печатную плату при соблюдении следующих требований:
· выполнение заявленных параметров и характеристик
· технологичности изготовления
· транспортировки и хранения

· надежности в условиях применения
Для этого, в случае применения технологии проводного монтажа,  необходимо провести оптимальное планирование контактных выводов кристалла и построение проводного монтажа. Следует отметить, что одним из существенных ограничений при этом является необходимость размещать контактные выводы кристалла на периферии кристалла. Поэтому корпусирование интегральных схем выполняется на самом раннем этапе физического проектирования кристалла, параллельно с проектированием его периферии. 

При наличии множества готовых корпусов целесообразно подобрать имеющийся корпус с наиболее подходящим размером посадочного места для кристалла и размещением внутренних контактных выводов для электрического монтажа. В случае отсутствия готового корпуса, подходящего для данного кристалла, корпусирование интегральных схем выполняется на самом раннем этапе проектирования корпуса, параллельно с планированием внутренних контактных выводов корпуса для проводных соединений с кристаллом. 
На этапе корпусирования требуются данные о расположении внутренних контактных выводов корпуса, параметрах проводных соединений,  методах проводного монтажа, структуре контактных выводов кристалла и методах их планирования. Для эффективного создания, обмена, управления и использования электронных данных на этом этапе проектирования целесообразно использовать CALS-технологии. Использование таких технологий на этапе корпусирования позволяет реализовать параллельное проектирование кристалла и корпуса.
Разработка CALS-технологии реализована в САПР корпусирования с поддержкой средствами корпусирования возможностей 130 нм, 90 нм, 65 нм КМОП-технологий изготовления кристаллов, а также методов корпусирования с применением технологии проводного монтажа.
